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Ｃｕ核ボール、銅ボール

Dreamlike innovation for 3D packaging
3Dパッケ ジに夢のイノベ ションを3Dパッケージに夢のイノベーションを

Dreamlike innovation for 3D packagingDreamlike innovation for 3D packagingD lik i ti f 3D k i

特   長

製品仕様

● 3D実装でのスタンドオフを確実に確保
● 狭球系公差と高真球度を誇り、高信頼性３Ｄ実装を実現
● 高速伝送とエレクトロマイグレーション対策をお約束

□ Cu核ボールで3Ｄ実装を容易に

□ Cu核ソルダボールで空間確保と狭ピッチ化を解決
Cu:溶融造球

Ni:電解めっき

はんだ:電解めっき

銅ボール

はんだめっき

はんだ はんだが溶融・接合

銅は形状保持
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耐エレクトロマイグレー
ションに優れる

適切な空間を確保

傾斜

ショート

PCB

PKG

Cuは熱伝導性が良好
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エレクトロマイグレーション 空間の確保 放熱性

Cuコアボール(スペーサー )

Cuボール部で一定の空間を確保

部品内蔵分を確保

□ シェア強度は、BGAソルダボールと同一
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Shear tool
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Cu核＋フラックス Cu核＋Ｍ705 Ｍ705ボール

□ はんだ部で接合し銅ボール部で一定の高さを確保
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